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Sposób wytwarzania pasty przewodzącej szczególnie
do kondensatorów

i

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza¬
nia pasty przewodzącej na bazie srebra, stosowa¬
nej do pokrywania okładzin izolacyjnych szcze¬
gólnie do kondensatorów mikowych.
Znany jest sposób otrzymywania pasty przewo¬

dzącej na bazie srebra przez ropraszanie proszku
srebra lub tlenku srebra w żywicach z dodatkiem
metaboranu ołowiu. Drugi znany sposób polega na
mieszaniu soli jonu metalicznego kwasu organicz¬
nego, nośnika organicznego z proszkiem srebro¬
wym. Tak otrzymane pasty nie wykazują zadowa¬
lających własności lutowniczych oraz wytrzyma¬
łości na rozciąganie pomiędzy warstwą srebrową
a powierzchnią ceramiczną (podłoża).
Sposób wytwarzania pasty przewodzącej według

wynalazku polega na tworzeniu zawiesiny prosz¬
ku srebrowego w ilości 60—80% wagowych i fry-
ty produkowanej ze stopionych i zmielonych P203,
H3BO3 i Si02 w ilości 3—5°/o wagowych w roz¬
tworze nośnika organicznego najlepiej żywicy a-
krylowej i kopolimeru w odpowiednich roztwo¬
rach.

Frytę użytą do wytwarzania pasty stanowi szkli¬
wo o temperaturze topienia leżącej w granicach
400—500°C, co umożliwia wypalenie jej w końcowej
operacji na podłożu np. mikowym. Niezależnie od
tego fryta ta posiada dobre własności lutownicze
i adhezyjne. Pasta przewodząca otrzymana tym
sposobem posiada oporność izolacji 100 mfl, stałą
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strat dielektrycznych 150 X 10-4, dobrą adhezją
warstwy srebrowej do podłoża mikowego.
Sposób postępowania według wynalazku przed¬

stawia się następująco. Frytę — składnik pasty,
przygotowuje się mieszając P203 w ilości 70% wa¬
gowych, H3B03 w ilości 15% wagowych i Si02 w
ilości 15% wagowych. Następnie składniki te sta¬
pia się w temperaturze 800°C i miele w młynie
kulowym do otrzymania ziarnistości poniżej 10 ixm.
Proszek srebrowy o ziarnistości poniżej 5 [.im w
ilości 67% wagowych miesza się z przygotowaną
uprzednio frytą w ilości 3,5% wagowych, żywicą
akrylową w ilości 5,5% wagowych, oraz w odpo¬
wiedniej kompozycji rozpuszczalnikowej w ilości
24% wagowych w młynie kulowym. Czas miesza¬
nia około 24 godziny.
Pasta tak otrzymana nakładana jest na podłoże

metodą sitodruku lub inną, a następnie wypalana
w temperaturze 450—500°C.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania pasty przewodzącej na ba¬
zie srebra stosowanej do pokrywania okładzin izo¬
lacyjnych kondensatorów metodą sitodruku lub
inną, znamienny tym, że tworzy się zawiesinę pro¬
szku srebrowego w ilości 60—80% wagowych i
fryty będącej mieszaniną P203, H3B03 i Si02 w
ilości 3—5% wagowych w roztworze żywic akry¬
lowych lub etylocelulozowych.
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